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以下資料由惠特科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意
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   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：惠特科技股份有限公司 (股票代號：6706)

	輔導推薦證券商
	凱基證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、
元大證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	凱基證券股份有限公司 

聯絡人：林小姐
公司電話：(02)2181-8125

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購惠特科技股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	主辦
	協辦
	協辦

	
	凱基證券
股份有限公司
	中國信託綜合證券
股份有限公司
	元大證券
股份有限公司

	認購日期
	107年 11月 14日

	認購股數（股）
	1,300,000
	100,000
	100,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	2.16%
	0.17%
	0.17%

	認購價格
	新台幣72元/股

	認購價格之訂定依據及方式
	目前證券投資分析常用之股票評價方法主要包括市價法如本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)、股價淨值比法(Price/Book Value Ratio, P/B Ratio)、股價營收比法(Price/Sales Ratio, P/S Ratio)，係透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評價企業之價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整；成本法亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎；另現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method, DCF)則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。
其中，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本次輔導推薦證券商認購惠特科技股份有限公司(以下簡稱：惠特公司或該公司)股票茲就市場法-本益比法進行評估。
公 司/月 份
107年7月
107年8月
107年9月
平 均
致茂電子(2360)

26.30

21.79

18.83
22.31
旺矽(6223)

44.93

165.00

146.90
118.94
久元(6261)
12.28

12.76

12.12
12.39
上櫃光電類
374.84

N/A(註)
N/A(註)
N/A

上市光電類
16.63

17.86

17.88

17.46

資料來源：證券櫃檯買賣中心及臺灣證券交易所

註: 依櫃買中心網站揭示之「上櫃股票各類股本益比及殖利率」，107年8、9月光電類類股本益比為N/A。
由於目前上市櫃公司中並無主要產品營收比重與惠特公司相似之同業，僅以部分產品與該公司產品雷同之原則，選取致茂電子(2360)、旺矽(6223)及久元(6261)等三家公司作為採樣同業。

為避免取樣乘數區間受極端值之影響，排除旺矽及上櫃光電類股之本益比，其他採樣同業及上市光電類股最近三個月之平均本益比約介於12.39倍~22.31倍之間，以惠特公司106年度及107年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告中最近四季(106年下半年度及107年上半年度)歸屬於該公司之稅後淨利為312,270仟元，並以加權平均流通在外之股數計算，每股基本盈餘為6.18元，另考量興櫃市場流動性風險，將每股參考價格之區間予以八五折，惠特每股參考股價區間約為65.08元~117.19元。
綜上，經參酌該公司經營績效、獲利情況、所處市場環境、產業未來成長性及同業之市場狀況，並考量興櫃巿場流動性不足之風險後，本輔導推薦證券商與惠特共同議定之每股認購價格為72元，應屬合理。


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	一、公司介紹
惠特科技股份有限公司於民國 89年成立，主要經營項目為光學檢測設備及雷射加工設備之研發、生產、銷售以及光學檢測代工服務。自設立以來便專注於LED晶粒/晶圓檢測設備之研發及製造，成功開發出結合點測機(Prober)與光電量測系統(Tester)功能之整合型LED晶粒/晶圓點測機，為業界首創。公司擁有自動化控制、機械設計、光電測量、電路設計、視覺系統應用等專業人才，除了成功開發點測機之系列產品外，亦跨足雷射加工領域，推出自動化雷射微細加工與雷射金屬加工系統。未來除將聚焦於Mini、Micro LED及VSCEL、DFB等LD領域，提供完整LED、LD後段檢測服務及增加雷射加工應用產品外，亦積極發展工業4.0之自動化設計，由單機整合為一系列生產線，以提高競爭力及產品附加價值，邁向成為光電、半導體及雷射領域的自動化設備研發與系統整合公司。
二、公司沿革
年度

重要記事

89年

惠特科技有限公司於台北縣創立。

實收資本額：新台幣500,000元整。

93年

經營團隊改組。
實收資本額：新台幣16,000,000元整。

94年

成功研發【整合型LED晶粒/晶圓點測機】。
實收資本額：新台幣50,000,000元整。
95年
通過經濟部技術處鼓勵中小企業開發新技術推動計畫(SBIR)【多功能整合型LED晶粒點測機計畫】
97年

實收資本額：新台幣 63,239,860元整。

98年

實收資本額：新台幣 74,401,760元整。

99年

實收資本額：新台幣 110,000,000元整。

100年

實收資本額：新台幣 182,938,700元整。

101年

通過高科技設備前瞻技術發展計畫【LED光電性及EL影像檢測設備計畫】並於102年結案。

實收資本額：新台幣 217,787,500元整。

102年

因遷廠至台中工業區三十五路。

通過經濟部科技研究發展專案【LED自動化設備之機台外觀設計計劃】並結案。

成功研發【金屬工件之自動光學檢測系統】。

成功研發【全自動發光二極體覆晶點測機】。

通過ISO9001 2008年版品質系統認證。

實收資本額：新台幣 232,266,420元整。

103年

成功研發【雙切割頭雷射機】。

與梭特科技(股)公司簽訂『晶粒分選機』技術授權合約。
104年

成功研發【PCB軟板鑽孔機】

跨足LED代工產業。

開發代工MES製程管理系統。

105年

通過高科技設備前瞻技術發展計劃【LED分類機自動化設備開發計劃】並結案。

成功研發【雷射測試分類機】及【龍門雷射精密切割機】。

與世錡科技(股)公司簽訂『晶圓黏膜組分離設備及其離膜裝置』及『晶圓貼膜設備及其切膜機構』技術授權合約。

取得ISO9001 2015年版品質系統轉版認證。

設立子公司惠准光電科技(廈門)有限公司。

實收資本額：新台幣 261,078,920元整。

106年

成功研發【半自動綠光雷射切割機】、【全自動倒裝晶圓測試機】。
榮獲第26屆國家磐石獎殊榮。

吸收合併晶興科技(股)公司。
實收資本額：新台幣 292,427,410元整。

107年

成功研發【覆晶四通道點測機】。
設立子公司惠展科技(廈門)有限公司。

實收資本額：新台幣 601,399,350元整。
8月28日股票獲准公開發行。
三、公司經營理念
「 誠信負責、專注創新、追求卓越、持續改善」是惠特科技的精神， 同時也是經營理念、經營策略與品質政策。
誠信負責：真誠服務、信賴滿意。 

專注創新：專注研發、厚植研發能力。 

追求卓越：追求全面品質提升，卓越超群。 

持續改善：優化生產與效率，完善品質。 
四、公司未來展望

1.積極開發新產品、新客戶、新技術，擴大市場佔有率。
2.專注研發，積極符合客戶需求，創造多贏局勢。
3.策略聯盟，以合作互惠締造企業優勢。


                                                                          

	主要業務項目：
主要係從事光學檢測設備及雷射精密機械設備之研發、製造及銷售。                                          

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：




	產品名稱
	產品圖示

及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度

營收金額(仟元)
	佔總營收

比重(%)

	點測機及分選機
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	點測機：
整合機台及測試機，對晶粒/晶圓送電使其發亮，檢查其亮度及chip之性能。
分選機：
依前段製程提供之分類資料，快速且準確的將LED晶粒實行分類。
	2,958,405
	87.30%

	其他
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	全自動上下貼膜機：
將分選完成後的藍膜(有晶粒)從鐵環上取下並貼上離型紙及標籤，並在空鐵環貼上新的空藍膜供分選機使用；取代傳統人工方式實現自動化。
全自動雷射Marking INK系統：
應用於半導體/LED/PCB產業之圖案、QR Code、文字等標印。非接觸式加工，減少對基材傷害，高品質雷射源，提供更快速、清晰的打印效果。

	430,164
	12.70%

	其他
	
	半自動雷射鑽孔/劃線系統：
應用於半導體/LED/電子元件/PCB產業等領域之陶瓷、矽及薄板金屬等基材的細微鑽孔、劃線加工，其特殊光學設計，高速穩定鑽孔，並整合鑽孔及劃線功能，提升加工效率及產品良率。
	
	

	合     計
	3,388,569
	100.00%


                                                                          

	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表  
單位：新台幣仟元                      

	年度
項目
	102年
(註1)
	103年
(註1)
	104年
(註2)
	105年
(註2)
	106年
(註2)
	107年截
至9月份止
(自結數)
(註3)

	營業收入
	306,537
	488,056
	438,096
	1,713,079
	3,388,569
	1,922,316

	營業毛利
	97,243
	153,671
	155,744
	801,407
	1,293,263
	621,514

	毛利率(%)
	32%
	31%
	35%
	46%
	38%
	32%

	營業外收入及支出
	3,195
	19,517
	12,199
	(4,184)
	(89,306)
	74,413

	稅前損益
	(11,055)
	35,755
	18,353
	281,158
	389,575
	196,412

	稅後損益
	(11,290)
	17,961
	12,173
	244,090
	327,406
	142,629

	每股盈餘（元）
	(0.49)
	0.77
	0.79
	10.51
	11.42
	2.62

	股利發放
	現金股利(元)
	-
	1
	0.5
	3
	-
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	-
	-
	-
	1
	7
	-


註1：102年~103年係採用我國財務會計準則編製，並經會計師查核簽證之個別財務報告。
註2：104年~106年採用國際財務報導準則編製，並經會計師查核簽證之合併財務報告。

註3：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。
	最近五年度簡明資產負債表
單位：新台幣仟元
                    單位：新台幣仟元

	年度
項目
	102年
(註1)
	103年
(註1)
	104年
(註2)
	105年
(註2)
	106年

(註2)

	流動資產
	422,175
	466,016
	486,310
	1,300,451
	2,018,364

	基金及長期投資
	-
	40,213
	-
	-
	-

	固定資產
	10,007
	11,006
	30,195
	115,460
	156,316

	無形資產
	-
	-
	1,235
	1,493
	3,231

	其他資產
	10,815
	7,863
	47,598
	64,429
	65,925

	資產總額
	442,997
	525,098
	565,338
	1,481,833
	2,243,836

	流動
負債
	分 配 前
	128,242
	180,920
	240,109
	912,564
	1,257,497

	
	分 配 後
	128,242
	204,146
	251,723
	990,888
	1,257,497

	長期負債
	-
	5,322
	1,984
	13,856
	46,908

	其他負債
	-
	6,140
	1,582
	1,453
	-

	負債
總額
	分 配 前
	128,242
	192,382
	243,675
	927,873
	1,304,405

	
	分 配 後
	128,242
	215,608
	255,289
	1,006,197
	1,304,405

	股本
	232,266
	232,266
	232,266
	232,266
	292,427

	資本公積
	46,270
	46,270
	46,270
	46,270
	148,668

	保留
盈餘
	分 配 前
	36,219
	54,180
	43,127
	275,603
	498,577

	
	分 配 後(註3)
	36,219
	30,954
	31,514
	171,171
	260,075

	其他權益
	-
	-
	-
	(179)
	(241)

	股東權益總額
	分 配 前
	314,755
	332,716
	321,663
	553,960
	939,431

	
	分 配 後
	314,755
	309,490
	310,049
	475,636
	939,431


註1：102年~103年係採用我國財務會計準則編製，並經會計師查核簽證之個別財務報告。
註2：104年~106年採用國際財務報導準則編製，並經會計師查核簽證之合併財務報告。
註3：保留盈餘-分配後已扣除待分配股票股利。

                                                                          

	最近三年度財務比率

	年  度

項  目
	104年
	105年
	106年

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	35.55%
	46.78%
	38.17%

	
	流動比率(%)
	202.54%
	142.51%
	160.51%

	
	應收帳款天數(天)
	116.96
	73.15
	69.13

	
	存貨週轉天數(天)
	253.32
	139.31
	121.33

	
	負債比率(%)
	43.10%
	62.62%
	58.13%


                                                                          

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image10.png]



公司概況資料表
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